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Titelbild:  Die Viscom AG bietet als Partner der Elektronikfertigung leistungsstarke Inspektionsldsungen rund um die Bau-
gruppeninspektion — von 3D-Lotpastenkontrolle,3D-A0I und 3D-Régeninspektion bis hin zu Drahtbond- und
Schutzlackpriifung. Intelligente Softwarefeatures und die Vernetzung in der Linie sorgen fiir beste Ergebnisse
und steigern die Fertigungseffizienz.
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